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Inhalte Materialintegration IV

Einleitung

ÅÜbersicht: Material, Prozess, Merkmalskategorien.

ÅMechanische Belastbarkeit und Kompatibilität - Fortsetzung

ÅThermische Belastbarkeit und Kompatibilität.

ÅFallstudien Materialintegration.

ÅZusammenfassung.
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Mechanische Anpassung: Grundprinzipien.
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Å Ăneutral plane engineeringñ

Å Biegeweiche und dehnbare 

Komponenten:

Ÿ organische Elektronik

Å dehnbare Verbindungen

zwischen konventionellen

und/oder biegeweichen

Bauelementen als starren

ĂInselnñ im Material

F

FF

F

M

M

Mechanische Anpassung.
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Mikrochips in flexiblen Substraten.

Mechanische Anpassung.
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Mikrochips in flexiblen Substraten.

Mechanische Anpassung.

5



RingvorlesungSensorischeMaterialien, MaterialintegrationIV, 20. Mai 2020 6

W. Lang et al.: From embedded Sensors 

to  Sensorial Materials ïthe Road to FSI. 

Sensors and Actuators A 171 (2011) 3ï11

a) ĂAkkordeonñ geªtzt in Si

b) wellenförmige Membran

c) Netz geätzt in Si

d) Metall abgeschieden auf

verstrecktem Si

e) Hufeisen-Geometrie auf

Polydimethylsiloxan/PDMS

f) implantierte Gold-Cluster

in Silizium

g) flüssiges Indium in PDMS

h) wellenförmige Si-Struktur

Flexibilität als Dehnbarkeit: Übersicht.

Mechanische Anpassung.
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Dehnbarkeit: Akkordeon.

Mechanische Anpassung.

Dehnbarkeit: Membran.

Dehnbarkeit: Netzstruktur.
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Spannung um Inlays, Fortsetzung:

Ein praktisches Beispiel

Komplexe Geometrien führen zu komplexer 

Verformung auch bei Belastung in der Ebene.

Flexibilität als Dehnbarkeit: In der Ebene?

Mechanische Anpassung.



RingvorlesungSensorischeMaterialien, MaterialintegrationIV, 20. Mai 2020 9

Dehnbarkeit: Hufeisen.

Mechanische Anpassung.

M. Gonzalez et al.: Design of metal interconnects for stretchable electronic circuits. Microelectronics Reliability 48 (2008) 825-832.  

Grundprinzip

Mäanderform

zur Erzielung

v. Dehnbarkeit

in Richtung des

Leiters, Analyse

unterschiedl.

Geometrien, 

Ziel Reduzierung

der lokalen Belastung,

Ergebnis : Hufeisen-Geometrie.
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Dehnbarkeit: Hufeisen.

Mechanische Anpassung.

M. Gonzalez et al.: Design of metal interconnects for stretchable electronic circuits. Microelectronics Reliability 48 (2008) 825-832.  

Problem der Dehnung außerhalb der Ebene illustriert von Gonzalez et 

al., vgl. Film auf der Folie ĂFlexibilitªt als Dehnbarkeit: In der Ebene?ñ.
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Dehnbarkeit: Hufeisen.

Mechanische Anpassung.

M. Gonzalez et al.: Design of metal interconnects for stretchable electronic circuits. Microelectronics Reliability 48 (2008) 825-832.  

Problem der Dehnung außerhalb der Ebene, 

Abhilfe: Parallele Leiterbahnen, dadurch 

red. Aspektverhältnis Breite:Dicke.
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Dehnbarkeit: Hufeisen.

Mechanische Anpassung.

M. Gonzalez et al.:

Design of metal

interconnects

for stretchable

electronic circuits.

Microelectronics

Reliability 48

(2008) 825-832.
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Dehnbarkeit: Au-Cluster.

Mechanische Anpassung.

Au-Ionenimplantation in einer

Polydimethylsiloxan (PDMS)-

Oberfläche, bis ca. 50 nm Tiefe,

Dehnungen bis 175%.


